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LA PRIMA RIVISTA ITALIANA SUI CIRCUITI STAMPATI



di T. Mathews e T. Toroni

a basso costo per
Rilauorazione

ebbene sia preferibi le r icorrere
a  too l  d i  r i lavoraz ione imp ie-
gati  in produzione, talvolta essi

i dispositiui smd

non sono d ispon ib i l i  -oppure  a l  d i  fuo-
r i  de l le  d ispon ib i l i t )  economiche-  d i  un
laboratorio ingegnerist ico. In questi  casi
d  poss ib i le  r i cor re re  a  un  metodo d i  r i la^
vorazione a basso ( oslo per r imuovere e
r ipos iz ionare  g l i  od ie rn i  package a  mon-
tagg io  super f i c ia le .  Med ian te  un  t racc ia -
tore di curve d anche possibi le effettuare
les I  es l remamente  economic i .

l lavvento dei Chip Scale Package ha
comportato indubbi vantaggi per l ' intera
industr ia elettronica. Questi  package di
r ido t te  d imens ion i  hanno consent i to  d i
min imizzare  g l i  ingombr i  a  bordo  de l la
scheda e  reso  poss ib i le  la  rea l i zzaz ione d i
d ispos i t i v i  come te le fon i  ce l lu la r i  e  PDA.
La maggior parte del le odierne tecnologie
di packaging sono state opportunamente
ingegnerizzate al f ine di r idurre i  costi  sia
per i  costruttori  di semiconduttori  sia per
gl i  assemblatori  di sistemi. l l  l imite estre-
mo, rappresentato dal la dimensioni stes-
se del chip di si l ic io, d stato prat icamente

raggiunto con i  package di t ipo chip scale
r le  cu i  d imens ion i  compless ive  non supe-
rano d i  1 ,2  vo l te  le  d imens ion i  de l la  p ia -
s t r ina  d i  s i l i c io ) .

Molte l inee di produzione sono state
riattrezzale in modo da poter gestire ef-
f i cacemente  ques t i  modern i  d ispos i t i v i .
Sfortunatamente, spesso r isulta dif f ici le
r imuovere e saldare nuovamente questi
package avanzat i  a l l ' i n te rno  d i  un  labo-
ratorio.

Attualmente sul mercato sono dispo-
n ib i l i  macch ine  per  Ia  r i lavoraz ione d i
package quali  CSP, LLP o TSOP: si tratta
per  la  magg ior  par te  d i  macch ine  spec ia -
l i s t i che ,  d i  g rand i  d imens ion i ,  d i  u t i l i zzo
non semplice e in generale abbastanza
costose. In molt i  casi sono al di fuori  del-
la portata di un laboratorio di ingegne-
r izzaz ione.

Appare dunque evidente la necessit) di
trovare un'alternativa a basso costo per la
r i lavorazione di questi  package: nel corso
dell 'art icolo viene descri t to un metodo di
r i lavorazione economico che ha fornito
risultat i  piuttosto soddisfacenti .

I nuovi package

Nel la Fig. 1 vengono i l lustrat i  alcunit ip i
di package delle piir recenti generazioni:
i l  comune denominatore d rappresentato
dal fatto che non d possibile uti l izzare i
tradizionali metodi di ri lavorazione basa-
ti sull ' impiego di un saldatore. I package
Laminate CSB LPP e microSMD possono

Per rimuovere
e riposizionare
package a montaggio
superficiale sono
disponibili metodi
di rilavorazione
alternativi ai tool
costosi

@ @ r y
Larninrite CSP LLP MrcloSMI) SOIC

Fig. 1 - Alcuni tipi di package delle pii recenti generazioni
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causare particolari problemi poich6 gli
attacchi per la saldatura sono inaccessi-
bil i  e posizionati sulla parte posteriore.
I tradizionali metodi di saldatura hanno
un'efficacia l imitata in fase di ri lavora-
zione. In Fig. 1 vengono riportati anche
i package TSSOP e SOIC: benchd questi
ult imi non abbiano terminali nascosti,
possono trarre vantaggio dall ' impiego del
metodo di ri lavorazione a basso costo
che verr) descritto.

Metodi di ri lavorazione

ll oroblema da risolvere d trovare i l
metodo pii semplice per effettuare la
rimozione e la saldatura di dispositivi
come quell i r iportati in Fig. 1. Nel caso
il laboratorio sia ubicato nei pressi dello
stabil imento, i l  problema non sussiste in
quanto 6 possibile uti l izzare le attrezza'
ture di ri lavorazione presenti in fabbrica.
Molto spesso, invece, i laboratori so-
no lontani dai sit i produttivi, per cui la
strada indicata appena sopra non d per-
corribile. Molti laboratori hanno optato
per l 'acquisto di stazioni di ri lavorazio-
ne del tutto simil i a quelle uti l izzate in
produzione. Si tratta di sistemi completi
in grado di eseguire la deposizione della
pasta saldante, controllare le temperatu-
re dell 'aria calda, sollevare i componenti
con i l piatto portacampioni a vuoto, all i-
neare per via ottica i componenti per la
saldatura e via dicendo. In un ambiente
di produzione macchine di questo tipo
sono indispensabil i, mentre in un labora-
torio la loro uti l i t) non b cos) assodata. l l
metodo che verrh di seguito descritto evi-
denzier) come sia possibile effettuare la
ri lavorazione dei package smd sfruttando
un'apparecchiatura del valore di poche
cent inaia d i  dol lar i .

Questo metodo non 6 consigliato per
l 'ambiente di produzione, ma pub dare
risultati abbastanza soddisfacenti in un
laboratorio: i l  materiale richiesto d una
pistola ad aria calda, f lussante, la pasta
saldante, pinze e una certa dose di espe-
rienza.

Tutti i componenti richiesti sono ripor-
tati nella Fig. 2:
. Pistola ad aria calda: la scelta di que-

sto componente riveste una notevole
importanza. La maggior parte delle
pistole presenti sul mercato sono state
progettate per effettuare la rimozione
della vernice o i l restringimento di ca-
lore. Tali pistole solitamente emetto-

Fig. 2 - Dispositivi necessari per eseguire la procedura di rilavorazione
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Fig. 3 - Apparecchiature opzionali

no troppo calore, un eccessivo flusso
d'aria o un flusso troppo ampio. Seb-
bene la pistola Welller Princess sia sta-
ta progettato per svolgere compiti di
restringimento di calore, si presta be-
ne per la ri lavorazione di componenti
smd, a causa del fatto che eroga un
sotti le f lusso di aria a bassa velocitir.
Un flusso piir ampio di aria pud riscal-
dare una superficie troppo estesa della
scheda a.circuito stampato mentre un
flusso a elevata velocii) potrebbe far
volar via i componenti dalla scheda. l l
costo del modello riportato in Fig. 2 si
aggi ra in torno a i  190 dol lar i ;

.  F lussante:  unasempl ice
penna per l 'erogazione
di f lussante risulta adat-
ta allo scopo, come
pure un flussante RMA
l iquido in  bot t ig l ia  o in
flacone per erogazione
tramite siringa;
Pasta saldante: b pos-
s ib i le  ut i l izzare un f i lo
saldante con anima di
colofonia del diametro
di circa 0,015' e com-
posizione Sn63/Pb37;
Prodotti per la rimozio-
ne del f lussante: poich6
si opera uti l izzando
flussante e saldature di

tipo "no clean" sard necessario proce-
dere a l la  pul iz ia  del la  scheda dopo la
procedura di ri lavorazione;

. Pinzette: uti l i  per posizionare, siste-
mare e maneggiare con delicatezza il
pezzo.

E possibile ricorrere ad altre apparec-
chiature opzionali, r iportate in Fig. 3:
. Contasecondi: pud essere uti l izzato

per cronometrare i l tempo di applica-
z ione del l 'ar ia  calda;

. Sonda di temperatura a infrarossi: una
sonda di temperatura a basso costo
non a contatto di t ipo a infrarossi pud

essere usata per la mi-
sura delle temperature
di riflusso. Per ottenere
buoni risultati non d
obbligatorio effettuare
misure di temperatura.
l l modello rappresen-
tato in figura 3 d una
sonda Raytek MT4;

o Termocoppia: pud es-
sere impiegata per i l
controllo della tem-
peratura della scheda.
Per la ri lavorazione in

Fig.4 - Procedura
di rimozione
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